Vertraulichl 

Bitte verschl ssen 
weitersenden! 



ERFINDUNGQMELDUNG 

an Siemens AG bzw. Beteiligungsgesellschaft 

Bere 'rts vorab an ZT PA Gbermittett per FAX □ 
Wenn ja - bitte unbedingt ankreuzen! 



Aktenzeichen der PA 




ICh/Wir (Vox- w*d Naeftnama cer/des e»findai(a] - weitare Angaben ynd Uniersenriftlo) leiae Sails) 

I Kurt GroB 
iHr.RappI 



ArxzahJ dar 



Datum der Ausfertigung 



09.11.2000 



meldefn] hiermit die auf den folgenden Seiten vollstandig beschrlebene Erfindung mit der Bezeichnung: 
[ Nickelschichtdicke 



An Vorgesetzten der/des Ert Inderfs] 

Herrn/Frau Or Auerswald 



AT PT SEL F1 



mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten: 
a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen eln? 



(Olenststelie) 



I b) Geht die Erfindung auf Offentlich geforderte Arbeiten zuruck? 
\^\r\e\n I I ia. Vorhaben: 



| c) Gibt es ein zugehfiriges internes FuE-Projekt? 
□ nein [^ja. Projekt: JTS 6 



Eingang am: 



At Eingang (duft gesetzliche Frist! 



1 Nur bei ZT-Erfindungen auszufullen: 



Projekt-Nf. 



Titel: 



BEruwteklungs- 
projekt im intereas© von Beretch: 

Forschungs* 
projekt 



Kemtechnologie: 



Ansprechpartner: 



[ d) Anmeldung wird empfohlen □ nein B ja 
Kosten cragt (Organlsationseinheit): /7~ ~p7 Sc>£ 



Orlngllchkertsvermerk 



O D »e Erfindung betrifft nicht unser Interessengebiet. Es sind noch folgende 
DIenststellen zu befragen: 



_ (Datum) 



(Unti 




das Vorgasamen) 



Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort welterlelten an 

I Siemens AG 

I ZT PA (Patentabteilung) 



Eingang am: 



1 Standort:. 



(X.B.: Mch P/RI, 6rt S, Bin N, Khe R) 

I zur weiteren Veraniassung. 



ZT GG VM Mch P/Rj 



Bng. 1 1 Nov. 2000 



GR 
Frist 



2^c 
At 2S4 3>£ 
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Weiter mit der Maus Oder Cursortaste Pfeil unten (Cine kurze Anleitung zur Beantwortung der folgenden Fragen 

finden Sie im HL Intranet/MchB/Patente/Readme!) 
1 . Welches technische Problem soil durch Ihre Erfindung gelost werden? 

Durch die Nickelschichtdicke von 5pm bis 10pm auf dem Metalltrager soil bei einer Verbindung von einem 
Halbleiter(Bare-Die) mit elnem Metalltrager ine hohe Zykelfestigkeit erreicht werden. Die Anforderung ist 
typischerweise 1000 bis 2000 Zykeln bei -40°C bis +160°C(Junktion) mit Umlager*eiten< 10 Sekunden. 



2. Wie wurde dieses Problem bisher gelost? 

Belm Aufbringen von Halbleitem auf einen Metalltrager (im allgem. Kupfer) wird urn die unterschiedliche 
Kupferoxidation zu umgehen eine Nickelschutzschlcht aufgebracht Obliche Schichtdicken 2pm bis 5pm. 



3. In welcher Weise Idst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)? 

Durch Aufbringen einer Nickelschichtdicke von 5pm bis 10pm (ideal 8pm) wird die Zykelfestigkeit der Verbindung : 
aufgeloteter Halbleiter/Nlckelschicht/Metalttrager urn den Faktor 2 bis 3 erhfiht. Auf das Nickel kann eine 
Schutzschicht (z.B. Flashgold) aufgebracht werden urn die Oxidation des Nickels zu vermeiden. 



4. Worin liegt der erfinderische Schritt? 

Einsatz und Qualifikation der groQeren marktunOblichen Nickelschichtdicke. 



5. AusfOhrungsbeispiel[e] der Erfindung. 



Siehe Anlage 



Weiter mit der Maus Oder Cursortaste Pfeil rechts 
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6. Zur weiteren Eriauterung sind als Anlagen beigefugt: 

1 Blatt der Darstelluno eines Oder mehrerer AusfQhrungsbeispiele der Erfindung; 

p— (talis mogflc*, ZeicJwungen im PowtrPotnt. oder Oeaisner-Fofmai anfertgen) 

Blatt zusatzliche Beschreibungen (z.B. Labortoerichte, Versuchsprotokolle); 

______ Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; •) 

sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausfiihrungsbeispiete): 



*) Blct© Potokopien oder sortdordruoce alter tfflerten Ve/Wfendichungfin (Aufsaue voHsfcndig; ooi BQenem die refevanten Kepitei) mil 
votwiandlgen WDUographiecHen Oawn beifOgsn, 
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7. Welche Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? AT PT SSL 

8. Wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchfuhrung von Versuchen, Anfertigung von Mustern)? 

C nein E ja. Ergebnis: bereits in Serienprodukten positiv erprobt 

KSstchen ankreuzen mit Taste x oder Maus 

9. FOr welche Erzeugnlsse ist die Erfindung anwendbar? ISG (Integrated Starter Generator) 

1 0. 1st die Anwendung der Erfindung vorgesehen? 

C nein ja, bei: ISG fQr PSA und Volvo und ahnliches 

11. Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung beabsichtigt? 

C nein g ja t (voraussichtlich) am 01.01.2004 ; Be2eichnung des Erzeugnisses: 

12. 1st eine Veroffentlichung der Erfindung beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

^ nein Q ja, (voraussichtlich) am in Buch, Zeitschrift: 

13. 1st eine Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

^ nein Q ja, (voraussichtlich) am an 

M. Es wird gebeten, soweit mdglich, die folgenden Kriterlen abzuschatzen: 

a Umgehungsschwierigkelt ftir Wettbewerber 

Gleichwertige Alternativen 

□ praktisch nicht realisierbar 
(3 erfordern Aufwand 

□ problemlos realisierbar 

b Benutzungsattraktivitat fur Wettbewerber 

Wettbewerberinteresse 

Qberragend 

□ durchschnittlich 
Q minimal 

c Nachwels elner Wettbewerbernutzung 

Benutzungsnachweis 

Q problemlos mdglich 

^ aufwendig 

Q praktisch unmfiglich 

u Benutzung im Hause 

^ (voraussichtlich) ja 

□ often 

□ unwahrscheinlich 
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1 5. Angaben zur Person des/der Erfindeffs] (Erfinder 1 » 4 hiar emtragen. FOf wertere Erfinder bitte Zusautolatt beifugen): 



Name 



GroQ 



Geburtsname 



GroG 



Rappl 



Rappt 



Vornam 



Kurt 



Hans 



APD/Persnalnummer*) 683/5319 



683/1 122 



1st dies Ihre erste Erfindungs- 
meldunq an ZT PA? 



ja □ S nein 



jaD a nein ja □ □ nein ja □ □ nein 



akad. Grad/Titel/Beruf 



I Dlpl.lng.(FH) 



Dlpl.lng.(FH) 



zum Zeitpkt. der Erfindung: Werk- 
stud7Dip!omand/Doktorand 



|ja □ bitte Vertrags- 
kopje belfggen 



ja □ bitte Vertraga- 
kopie belfQgen 



|ja Q bitte Vertrags- [ja Q bitte Vertrags- 
kopie belfQgen | kople belfQgen 



Tdtigkeit/Steilung im Betrieb 
(2.B. Laborvorsteher u.a.) 
Arbeitgeber ~™ — — 



! Ferttgungsplanunger 



Fertrgungstechnologe 



falls ntcht Siemens AG 



ereich 



Hat 



AT 



Abteilung 



AT FT SEL F1 



AT ERS14 



Standort 



I Regensburg 



REgensburg 



Telefon (Amt) 



4847 



4659 



Telefax (Amt) 



3344 



3333 



E-Mail 



kurt.gross@at.siemen 
a.de 



hane.rappieat.eiemen | 
s.de 



Staatsangehorigkeit 
(falls nicht Deutsche) 
Privatanschrift: 
Strafle. Haus-Nr. 



ErzgebirgstraGe 2 



Brunnleite 16 



Postleitzahl, Wohnort 



93164 Laaber 



93152 Nittendoff 



J3eburtsdatum 



14.11.1955 



25.04.1951 



1 6. Liegt die Erfindung auf 

a) Ihrem Arbehsgebiet? I [- j a 

b) einem anderen Arbeitsge- 
biet Ihres Arbeitgebers? | g j a 



S nein 
n nein 



Cja (S nein I Cia 
Kja Cnein | Cja 



C nein C ja C nein 
C nein C ja CI nein 



1 7. WelcJien Anteil an der 
Erfindung ha ben Sie? 



50% 



50% 



1 8. Wurde Oder wird did Erfin- Q ja E< nein 
oung auch als W gemotdet? ' 



% 



□ ja g nein C ja C nein I C ja C nein 




r ) Bine aus Flrmenauswete Oder Qenattsabrechnung eotnenman. 
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1 5. Angaben Zur Person des/der Ertinder[s) (Ertlndet 5 • 8 hier eintragen. Fur weitere Erflnder bitte Zusatebiatt beifOgen): 



Name 










Geburtsname 










Vorname 










APD/PersonaJnummer*) 










1st dies Ihre erste Erflndungs- 
meidunq an ZT PA? 


ja □ □ nein 


ja □ □ nein 


ja □ □ nein 


ja □ □ nein 


akad. Grad/Titel/Beruf 










zum Zeftpkt. der Erfindung: Werk- 
studVOiplomand/Ooktorand 


ja O bitte Vertrags- 


ja □ bine Vertrags- 

Item in bftrfurron 


ja □ bitte Vertrags- 


ja □ bitte Vertrags- 


Tatigkeit/Stellung im Betrieb 
(z.8. LaDorvof9teher u.a.) 










Arbeitgeber 

falls nicht Siemens AG 










^ereich 




■ 






Abteilung 










Standort 










Telefon (Amt) 










Telefax (Amt) 










E-Mail 










Staatsangehdrigkeit 
(falls nlcht deutsche) 










Privatanschrift: 
StraGe Haus-Nr 










Postleitzahl, Wohnort 










^eburtsdatum 










, 6 Liegt die Erfindung auf 

a) ihrem Arbeltsgebiet? 

b) einom anderen Arbeltsge- 
biet ihres Arbeitgebers? 


I ja i nem 

f~ ia V~ nein 


1 ja | nein 

P™ ia P* npin 


_ 

L ja L. nein 

is rifiin 


L. ja L nein 

! ifl « noin 


1 j m Welcben Anteii an der 
Erfindung haben Sie? 


% 


% 




% 


1 8. Wurde ex**' wird die Erf in* 
dung auch als W gemefdet? 


C ja (3 nein 


□ ja C nein 


\Z ja C nein 


C i a C nein 


19. Fa"s Sie die Erfindung 
als frele Erfindung an* 
sehen, bitte begronden: 










on Meines/unseres Wissans 
' stnd kelne welteren Per. 
sonen an der Erfindung be* 

teiiigt 












(Untarscrvift) 


(UntsrscnriH) 




(umerscnrmj 



* ) Bine aua Firmenauswsia Oder Genaitaafiracftrtung entr*rimen. 
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1 . What technical problem is to be solved by the invention? 



f>6,. lorx 



With the nickel layer thickness of between 5 urn to 10 M m on the metal carrier, a high 
cycle stability is to be achieved with a connection of a semiconductor (bare-die) with 
a metal carrier. The requirement is typically between 1000 to 2000 cycles at -40°C to 
+160°C Qunction) with rearrangement time of < 10 seconds. 



2. How has this problem been solved until now? 



When applying semiconductors on a metal carrier (commonly copper), a nickel 
protective layer is applied ion order to circumvent the different copper oxidation. 
Common layer thickness is between 2\xm to 5^im. 

3. How does your invention solve the given technical problem (please indicate 
advantages)? 



By applying a nickel layer thickness of between 5^m to 10 M m (ideally 8 urn), the 
cycle stability of the connection: soldered semiconductor/nickel layer/metal carrier is 
increased by a factor of between 2 to 3. A protective layer (such as flash gold) can 
be applied on the nickel in order to prevent the oxidation of the nickel. 

4. What is the inventive step? 

The use and qualification of the larger nickel layer thickness which is not customary. 

5. Exemplary embodiment(s) of the invention. 



See enclosure 



6. For further clarification, enclosed are: 
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